ISS Europe 2005: Internationale Konferenz der Halbleiterbranche in Berlin

Europa in guter Ausgangsposmon

Die Hatbleiterindustrie in Europa hat iiber die letzten 15 Jahre kréf-
tig aufgeholt. Was Innovationskraft, gut ausgebildete Ingenieure
und die Kooperation untereinander auf vorwettbewerblicher Ebene
betrifft, sind die Europder sogar Vorbilder. Nur an einem mangelt’s
immer noch: An der Umsetzung der Innovationen in Produkte.

Berlin - »Es besteht tiberhaupt
kein-Grund, dngstlich zu sein, die
europdische Halbleiterindustrie
steht besser da als je zuvore, sag-
te Arthur van der Poel, Chairman
von- MEDE'A+ auf der ISS Europe
2005 in’ Bex}ggl

Dennoch ‘gibt es Entwicklun-
gen, die beachtet werden sollten:
Erstens ist die Wachstumsrate
im IC-Markt niedriger als in den
80ern und Anfang der 90er-Jahre:
Zwischen 1993 und 2003 betrug sie
jahrlich nur 8 %, zwischen 2003
und 2013 soll sie bei 10 % liegen.

Zweitens wandert die Fertigung
elektronischer Gerdte ostwarts,
von 2001 bis 2005 wéchst sie al-
lein in China mit einer Durch-
schnitts-Jahresrate von 24 % auf
14 % des Welt-
marktes in HShe
von geschatzten
1112 Mrd. Dol-
lar. Und China
bildet deutlich mehr Ingenieure pro
Jahr aus als die EU. Doch Europa
hat auch Vorteile im kiinftigen
Wettbewerb der Halbleiterindus-
trie: Drei Europder P> Seite3
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Europa in guter ...

sind unter den Top Ten der IC-
Hersteller - ein Beweis dafiir, dass
Jessi und die Nachfolgeprogram-
me gegriffen haben. Die Erfolgs-
geschichte von ASM Lithografie
hat gezeigt, dass europdische Un-
ternehmen sogar in der amerika-
nisch und japanisch dominierten
Equipment-Industrie erfolgreich
sein konnen. Der industriellen
Sektor, die Telekommunikation
und die Automobilindustrie sind
Beispiele fiir die Stdrken Europas.

Was dem Erfolg zugrunde-
liegt, ist die grenziiberschreitende
Zusammenarbeit, die sich in der
Bildung von Clustern niederge-
schlagen hat: Unter anderen ge-
hort Dresden dazu, ebenso wie
Nijmwegen/Eindhoven /Leuven
(IMEC), Crolles/Grenoble (LETI)

und Catania. MEDEA + hat 300

Partner in 16 europdischen Staa-
ten. »Auf der EU-Ebene kdnnen
wir dazu beitragen, dass die Clus-
ter in den Regionen voneinander
lernen und dass sie sich vernet-
zen. Wir miissen dazu beitragen,
dass alle an einem Strang ziehen,
sagt David White, Director for In-
novation Policy der EU. Van der
Poel stimmt dem zu: »Die euro-
pdischen Firmen haben das Pro-
blem in einen Vorteil verwandelt.
Sie haben gelernt, mit komplexen
Prozessen umzugehen, kulturel-
le und sprachliche Barrieren zu
iiberbriicken und sind sehr gut
auf der Ebene der vorwettbewerb-
lichen Zusammenarbeit.« Des-
halb sei die europdische Industrie
sehr gut auf die kiinftigen Heraus-
forderungen vorbereitet: vielleicht
weniger darin, immer komplexe-
re ICs mit noch kleineren Struk-
turen zu entwickeln (»More Moo-
re«), sondern eher darin, in neue
Technologien wie MEMS vorzu-
stofRen (»More than Moore«). Das
glaubt auch Dr. Reinhard Ploss,

COO AIM von Infineon Technolo-

gie. Er weist auf die wachsende
Bedeutung der Analogtechnik hin
(»Bei hohen Taktfrequenzen ver-
hilt sich auch Digital wie Analog,
das kommt Europa entgegen) und
sieht Europa vor allen als ein Zen-
trum der IP-Entwicklung. Hier
setzt auch Kees den Otter an. Der
President von TSMC Europe ist
iiberzeugt davon, dass die Sym-
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biose zwischen IDMs, fabless
Companies und Foundries die
Wettbewerbsfdhigkeit Europas
deutlich verbessern kdnne.

Ein Problem von Europa be-
steht darin, dass es immer noch
nicht gelungen ist, die Briicke
von der Innovation -~ hier war Eu-
ropa nie wirklich schlecht - zum
erfolgreichen Produkt zu schla-
gen. Zwar gibt es Lichtblicke wie
GSM, die Regel scheint aber

doch zu sein, dass europdi- -

sche Innovationen in anderen
Regionen umgesetzt werden,
siehe MP3. Professor Dr. Her-
bert Reichl glaubt aber schon,
dass Europa (und Deutsch-
land) auf diesem Gebiet auf-
holen konnte: »Schauen Sie
nur die Vielzahl der Spin-offs
aus den Instituten an. Die
Forschung ist heute sehr viel
starker auf Produkte konzen-
triert, da hat sich doch sehr
viel - gedndert.« Allerdings
stimmt auch er zu, dass hier
noch mehr getan werden
kénnte, die Unternehmen
sollten die Forschung in den
Instituten mehr-beachten.
»Wir sind einfach eine immer
noch zu problemorientierte Ge-
sellschaft«, sagt Walter Roessger,
President SEMI Europe/CIS. Wah-
rend seiner Téatigkeit in der For-
schung in den USA habe er vor al-
lem eines gelernt: Lésungen zu
bieten, anstatt Probleme zu dis-

kutieren. Kein geringerer als Da-
vid Wang, Executive VP von App-
lied Materials, macht den Europé-
ern Mut: Europdische Marken, ob
Autos oder Consumer-Produkte,
seien in China beliebt, sowohl Eu-
ropa als auch China kénnten auf
eine lange Geschichte zuriickbli-
cken, was den Umgang miteinan-
der vereinfache, und er stimmt
mit der These iiberein, dass die

Europder sehr gut mit komplexen
Problemen umgehen konnten,
seien sie technischer oder juristi-
scher Natur. Aber er scheut sich
auch nicht, auf Schwachstellen
hinzuweisen: »Innovationen sind
gar nichts, solange die Kommer-
zialisierung nicht gelingt.« (ha) M
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Nur noch...

Ahnliche Erwartungen bestehe
auch bei weltweiten Wachstums
trends, wobei in Europa in jiing:
ter Zeit eine bessere Entwicklun
alsin allen anderen Regionen ve:
zeichnet wurde. Jedoch diirfe
die Unwdgbarkeiten durch Eir
fliisse des wieder starker gewo
denen Dollars nicht {ibersehe
werden. (st) . {
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NI ilbernimmt...

Hierzu bietet NI unter der Inte
netadresse www.ni.com/desigr
eda.htm kostenlose LabVIEW-V
(virtuelle Instrumente) an, d
es erlauben, SPICE-Dateien vc
Multisim in LabVIEW zu {ibertr
gen.

»Viele unserer Kunden klage
dass Design-, Simulations- ur
Test-Tools immer noch zu sta
voneinander getrennt seien, €
ldutert Ray Almgren, Vice Pre:
dent of Product Marketing ar
Academic Relations von NI. »W
wollen das dndern, indem wir d
beiden grafisch orientierten Pr
grammpakete Multisim und La
VIEW zusammenfiihren, um ei:
nahtlos integrierte grafische Sy
temdesign-Plattform zu sch:
fen.« (ak)

Nr. 8 / 18.2.200!

Dle unsbhInglge Wochenseltuag (0r Helranlk

i





